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最近の三次元メモリーに代表されるように、半導体デバイスのパターンは縮小化・高集積化し、

新材料や立体的な構造も採用され、複雑化の一途を辿っている。それに伴い、デバイスの評価に

おいても極微細なパターンや複雑な立体構造を評価する手法の適用が必要となっている。

FIB/SEM 複合機は高精度の断面加工と高分解能 SEM 観察を特徴として、半導体デバイスを評価

するうえで不可欠な装置の一つであり、TEM や EDX などの電子顕微鏡を中心とした分析の前処

理装置として重要性を増している。また、FIB/SEM では等間隔で FIB 加工と SEM 観察を繰り返

し、取得した画像から立体像を構築することができる。立体構造の把握や任意の方向の断面の確

認など、通常の断面 SEMよりも多くの情報が得られ、微細な構造や立体構造を持つデバイスに対

して有効な方法である。 

本講演では、FIB/SEMによる微小領域のサンプリングと観察・分析手法を組み合わせた評価事

例や三次元解析事例を紹介し、評価方法の有効性や課題について議論したい。 
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